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(54) PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT VÀ CẤU TRÚC LIÊN KẾT
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp liên kết để liên kết dẫn điện dị hướng đầu cực (1) 
của bản mạch gốm (2) với đầu cực của linh kiện điện tử, phương pháp liên kết bao gồm các 
bước:
     cho màng dẫn điện dị hướng kết dính với đầu cực (1) của bản mạch gốm (2);
     đặt linh kiện điện tử lên trên màng dẫn điện dị hướng; và
     gia nhiệt và ép linh kiện điện tử với lực ép nhỏ hơn 2 MPa bằng bộ phận gia nhiệt và ép,
     trong đó bản mạch gốm (2) có độ thay đổi chiều cao là lớn hơn hoặc bằng 20 μm, và
     trong đó màng dẫn điện dị hướng chứa vật liệu polyme hóa gốc được, chất khơi mào 
gốc nhiệt, và các hạt dẫn điện có đường kính hạt trung bình là lớn hơn hoặc bằng 13 μm. 
Sáng chế cũng đề cập đến cấu trúc liên kết được tạo ra bởi phương pháp liên kết nêu trên.
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